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(57) Abstract

A chip carrier device (10) for a housed chip arrangement, comprising a chip carrier (11) having, on one chip contact side (24),
a printed circuit board structure (12) with a terminal face (17) that extends to one external contact side (25) of the chip carrier and is
associated with at least one chip (18) and provided with respective through—plating. The chip carrier (11) is also provided with additional
through-platings that are connected to the printed circuit board structure (12) and which are used for contacting test connections (32)
belonging to a test plate (29, 30).

(57) Zusammenfassung

Chiptrégeranordnung (10) fiir eine gehiuste Chipanordnung mit einem Chiptriger (11), der auf einer Chipkontaktseite (24) eine
Leiterbahnstruktur (12) mit zu einer AuBenkontaktseite (25) des Chiptrigers reichenden und zumindest einem Chip (18) mit jeweils einer
Durchkontaktierung (14) zugeordneten AnschluBfiiche (17) aufweist, wobei der Chiptrager (11) weitere mit der Leiterbahnstruktur (12)
verbundene Durchkontaktierungen (14) aufweist, die zur Kontaktierung mit Priifanschliissen (32) einer Priifplatine (29, 30) dienen.
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Chiptriigeranordnung sowie Verfahren zur Herstellung einer Chiptriigeranordnung mit elektri-

schem Test

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Chiptriageranordnung zur Her-
stellung eines Chipmoduls fiir eine gehduste Chipanordnung mit einem
Chiptriager, der auf einer Chipkontaktseite eine Leiterbahnstruktur mit zu
einer Auflenkontaktseite des Chiptragers reichenden Durchkontaktierun-
gen aufweist, die Anschluflichen von zumindest einem Chip zugeordnet
sind und zur Ausbildung von Bauteilkontakten auf der AuBenkontaktseite
des Chiptrdgers dienen. Des weiteren betrifft die vorliegende Erfindung
ein Verfahren zur Herstellung einer Chiptridgeranordnung fiir ein Chip-

modul gemdf dem Anspruch 6.

Zur erleichterten Kontaktierung von Chips auf Substraten, die als Basis
fiir den Aufbau elektronischer Baugruppen dienen, ist es bekannt, Chips
mit sogenannten ,,Umverdrahtungen® zu versehen, die ausgehend von
einer peripheren Anschlufflichenanordnung auf der Oberfliche des Chips
ein fliachig gleichmiBig verteiltes Anschluiflichenraster mit vergroBer-
tem Anschlu3flichenabstand zur vereinfachten Kontaktierung mit dem
Substrat oder weiteren Bauteilen erméglichen. In der Regel wird eine
solche Umverdrahtung durch Kontaktierung des Chips auf einem Triger-

material realisiert, das mit einer entsprechenden Leiterbahnstruktur
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versehen i1st. Derart aus dem Chip und dem Tragermaterial gebildete
Chiptridgeranordnungen werden anschlieBend zur vereinfachten Handha-
b\ing der Chiptrdageranordnung und Erhéhung der Betriebssicherheit
zumindest teilweise von einem Kunststoffmaterial umschlossen zur

Ausbildung sogenannter ,,Chipsize-Packages*.

Weiterhin ist es bekannt, die in ihrer Art vorbeschriebenen Chiptrigeran-
ordnungen vor Herstellung der Chipgehdusung einem elektrischen Bau-
teiltest zu unterziehen, um bereits vor Fertigstellung der Chip-Packages
eine Qualitdtssicherung durch Uberpriifung der Kontaktierung zwischen
dem Trédgermaterial und dem Chip bzw. der Funktionsfihigkeit des Chips
durchfiihren zu kénnen. Solche unter Temperaturbelastung durchgefiihrte

Tests werden auch als ,,Burn-In-Tests*“ bezeichnet.

Bei den bekannten Chiptrigeranordnungen ist daher das in der Regel als
Tréagerfolie ausgebildete, mit einer Leiterbahnstruktur versehene Triger-
material neben Durchkontaktierungen, die zur Ausbildung des Anschluf3-
flichenrasters mit Bauteilkontakten auf der Aullenkontaktseite des
Tragermaterials notwendig sind, mit abweichend von den Durchkontaktie-
rungen ausgebildeten Priifkontakten versehen, die auf der Chipkontakt-
seite angeordnet sind. Hierdurch ergibt sich eine einander gegeniiberlie-
gende Anordnung der Bauteilkontakte auf der Aulenkontaktseite des
Trédgermaterials und der Priifkontakte auf der Chipkontaktseite des
Trigermaterials. Ausgehend von der Tatsache, daB sowohl zur Kontaktie-
rung der Chiptriageranordnung mit einer Priifeinrichtung zur Durchfiih-
rung von Bauteiltests als auch zur Kontaktierung der Chiptrigeranord-
nung bzw. des Chipsize-Package mit einem Substrat eine Handhabung der
Chiptrdgeranordnung bzw. des Chip-Package durchgefiihrt wird, ergeben
sich also aus der einander gegeniiberliegenden Anordnung von Priifkon-
takten und Bauteilkontakten unterschiedliche Zufiihrrichtungen fiir die
Chiptrigeranordnung bzw. das Chipsize-Package bei den verschiedenen

Kontaktierungsvorgidngen.
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Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Chiptrigeranordnung
bzw. ein Verfahren zur Herstellung einer Chiptrigeranordnung vorzu-
schlagen, die bzw. das die vereinfachte Herstellung von Chipmodulen
bzw. Chipsize-Packages, die wihrend der Herstellung einem Bauteiltest

unterzogen werden, erméglicht.

Diese Aufgabe wird durch eine Chiptrigeranordnung gemiB Anspruch 1
bzw. durch ein Verfahren zur Herstellung einer Chiptrigeranordnung

gemidB Anspruch 6 geldst.

Bei der erfindungsgemidfien Chiptrigeranordnung weist der Chiptriger
neben den Durchkontaktierungen zur Ausbildung der Bauteilkontakte auf
der Aullenkontaktseite weitere mit der Leiterbahnstruktur verbundene
Durchkontaktierungen zur Ausbildung von Priifkontakten auf der Auflen-
kontaktseite auf, die zur Kontaktierung mit Priifanschliissen einer Priif-

platine dienen.

Bei der erfindungsgeméBen Chiptrigeranordnung ist es somit méglich,
sowohl die Bauteilkontakte als auch die Priifkontakte auf der AuBBenkon-
taktseite des Chiptrdgers anzuordnen. Hierdurch kann sowohl die Kon-
taktierung der Chiptrigeranordnung mit einer Priifplatine zur Durchfiih-
rung eines elektrischen Bauteiltests als auch die Kontaktierung der
Chiptrageranordnung bzw. die Kontaktierung des nachfolgend aus der
Chiptréageranordnung gebildeten Chipsize-Package in derselben Kontak-
tierungsrichtung, also beispielsweise einheitlich in Face-down-Technik

durchgefiihrt werden.

Wenn zur Ausbildung der Chiptridgeranordnung, also zur elektrischen
Kontaktierung des Chips mit dem Chiptrager, die Anschlufflichen des
Chips iiber erhohte Kontaktmetallisierungen mit der Leiterbahnstruktur
bzw. den Durchkontaktierungen des Chiptrigers verbunden sind, ist es
moglich, nicht nur die Kontaktierung der Chiptrigeranordnung mit der
Priifplatine bzw. die Kontaktierung des Chipsize-Package mit dem

Substrat in Face-down-Technik durchzufiihren, sondern bereits auch die
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Kontaktierung des Chips mit der Chipkontaktseite des Chiptrigers.
Hierdurch lassen sich also sdmtliche notwendigen Kontaktierungsvorgin-

gev in einheitlicher Technik durchfiihren.

Wenn zur elektrischen Kontaktierung des Chiptrdgers mit der Priifplatine
die die Priifkontakte bildenden Durchkontaktierungen auf der AuBenkon-
taktseite des Chiptriagers mit erh6hten Kontaktmetallisierungen versehen
sind, 148t sich eine Kontaktierung zur nachfolgenden Durchfiihrung des

Bauteiltests ohne vorhergehende Prédparierung der Kontaktanschliisse der

Priifplatine mit Verbindungsmaterial durchfiihren.

Als liberaus vorteilhaft erweist es sich, wenn sowohl die Kontaktmetalli-
sierungen der Bauteilkontakte als auch die Kontaktmetallisierungen der
Priifkontakte in gleicher Weise und/oder aus dem gleichen Verbindungs-
material gebildet sind, da durch die einheitliche Verwendung von Verbin-
dungsmaterial bzw. die einheitliche Art und Weise der Applikation des
Verbindungsmaterials eine Reduzierung der Herstellungskosten mdglich

ist.

Als besonders vorteilhaft erweist es sich in diesem Zusammenhang, wenn
sdmtliche Kontaktmetallisierungen aus Lotmaterialkugeln gebildet sind,
die in einfacher Art und Weise ohne vorbereitende Malnahmen, wie
beispielsweise die Applikation einer Lotmaterialmaske auf dem Chiptri-

ger, unmittelbar auf die betreffenden Kontaktstellen applizierbar sind.

Das erfindungsgeméfle Verfahren gemi Anspruch 6 erméglicht in beson-
ders einfacher Art und Weise die Herstellung einer Chiptrigeranordnung,
die zur Herstellung eines Chipmoduls fiir ein Chipsize-Package dient, und
eine besonders leichte Integration eines Bauteiltests in das Herstellungs-
verfahren. Erfindungsgemifl weist das Verfahren die folgenden Verfah-
rensschritte auf:

- Kontaktierung eines Chips auf einer Chipkontaktseite eines mit einer
Leiterbahnstruktur versehenen Chiptrigers, derart, daB ein elektrischer

Kontakt zwischen Anschluflflichen des Chips und mit der Leiterbahn-
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struktur verbundenen Durchkontaktierungen des Chiptrigers hergestellt
wird,

- Kontaktierung des Chiptragers auf einer mit Priifanschliissen versehenen
Priifplatine, derart, dafl auf einer AuBenkontaktseite des Chiptriagers ein
elektrischer Kontakt zwischen Durchkontaktierungen des Chiptriagers und
den Priifanschliissen der Priifplatine hergestellt wird, und

- Heraustrennen eines mit dem Chip iiber die Kontaktmetallisierungen
verbundenen Chiptrégerteilstiicks des Chiptrigers zur Ausbildung eines
von einem auf der Priifplatine verbleibenden Chiptrigerrest unabhingigen

Chipmoduls.

Das erfindungsgemidfie Verfahren erméglicht es, sowohl die Kontaktie-
rung des Chips mit dem Chiptriger als auch die Kontaktierung des
Chiptridgers mit der Priifplatine mit ein und demselben Verfahren bzw.
mit ein und derselben Vorrichtung durchzufiihren, um durch ein den
Kontaktierungsvorgidngen nachfolgendes Heraustrennen eines mit dem
Chip verbundenen Teilstiicks des Chiptrigers die Ausbildung eines vom
Chiptrigerrest unabhéngigen Chipmoduls zu ermdéglichen. Nach Entfer-

nung des Chiptragerrestes kann die Priifplatine erneut verwendet werden.

Auf besonders vorteilhafte Art und Weise eréffnet das erfindungsgemiBe
Verfahren die Mdéglichkeit, nach Belieben zwei Verfahrensvarianten
durchzufiithren, wobei gemiB der ersten Variante zuerst die Kontaktierung
des Chips auf dem Chiptrédger und nachfolgend die Kontaktierung des
Chiptrégers auf der Priifplatine erfolgt, und gemiB der zweiten Verfah-
rensvariante zuerst die Kontaktierung des Chiptridgers auf der Priifplatine

und nachfolgend die Kontaktierung des Chips auf dem Chiptriger erfolgt.

Als besonders vorteilhaft erweist es sich, wenn vor der Kontaktierung
sowohl auf der Aulenkontaktseite des Chiptrigers durch die Durchkon-
taktierungen gebildeten Bauteilkontakte als auch auf der AuBenkontakt-
seite des Chiptriagers durch die Durchkontaktierungen gebildete Priifkon-

takte mit Verbindungsmaterialdepots versehen werden, um somit die
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Kontaktierung sdmtlicher Kontakte in einem gemeinsamen Kontaktie-

rungsvorgang durchfiihren zu kénnen.

Wenn dariiber hinaus sdmtliche Durchkontaktierungen in derselben Art
und Weise mit Verbindungsmaterialdepots versehen werden, entfillt die
Notwendigkeit, die fiir die Kontaktierung mit den Priifanschliissen vorge-
sehenen Priifkontakte in separater Weise und mit hierdurch bedingtem
entsprechend héherem Aufwand fiir die nachfolgende Kontaktierung mit
der Priifplatine vorzubereiten. Vielmehr wird durch die Anordnung
simtlicher AuBBenkontakte, also sowohl der zur Kontaktierung des Chips
mit weiteren Bauelementen dienenden Bauteilkontakte als auch der zur
Kontaktierung mit der Priifplatine dienenden Priifkontakte, auf ein und
derselben Seite des Chiptrigers und die einheitliche Priparierung simtli-
cher Kontakte mit Verbindungsmaterialdepots eine Kontaktierung samtli-

cher AuBBenkontakte mit minimalem Aufwand ermdglicht.

Eine besonders giinstige Verfahrensvariante besteht darin, zur Ausbildung
der Verbindungsmaterialdepots Lotmaterialformstiicke auf die Durch-
kontaktierungen zu applizieren, die nachfolgend zur Ausbildung von
erhdhten Kontaktmetallisierungen umgeschmolzen werden. Durch diese
selektive Applikation von Verbindungsmaterial kann ohne die Durchfiih-
rung besonderer vorbereitender Mafinahmen, wie etwa die Aufbringung
einer Lotmaske bei einem Schablonenbelotungsverfahren, und ohne den
damit verbundenen hohen apparativen Aufwand zur Durchfiihrung einer
Vielzahl einzelner Verfahrensschritte in einfacher Art und Weise die
unmittelbare Applikation von Lotmaterial in genau dosierter Menge

erfolgen.

Alternativ zu der vorgenannten Verfahrensvariante ist es auch mdglich,
die Priifkontakte und die Bauteilkontakte in voneinander abweichender
Art und Weise mit Verbindungsmaterialdepots zu versehen. Ubereinstim-
mend mit der vorstehend erlduterten vorteilhaften Verfahrensvariante

werden sdmtliche AuBenkontakte mit Verbindungsmaterialdepots verse-
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hen, so dall zwar auch in diesem Fall eine nachfolgende Kontaktierung
der Priifkontakte mit den Priifanschliissen der Priifplatine méglich ist,
jcdoch kdnnen fiir das Verbindungsmaterial der Priifkontakte einerseits
und das Verbindungsmaterial der Bauteilkontakte andererseits unter-

schiedliche Verbindungsmaterialien gewihlt werden.

So besteht eine vorteilhafte Ausfithrungsform der vorgenannten Variante
darin, zumindest fiir die Priifkontakte des Chiptridgers als Verbindungs-
material einen leitfihigen Haftkleber vorzusehen, wobei fiir die Bauteil-

kontakte hiervon abweichend ein Lotmaterial vorgesehen sein kann.

Nachfolgend werden ein bevorzugtes Ausfiihrungsbeispiel der erfin-
dungsgeméfBen Chiptrageranordnung sowie eine bevorzugte Variante zur
Herstellung der erfindungsgeméfien Chiptrigeranordnung anhand der

Zeichnungen néher erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Chiptrigeranordnung mit einer Mehrzahl darauf kontak-

tierter Chips in einer Draufsicht;

Fig. 2 eine Schnittdarstellung der in Fig. 1 dargestellten Chipan-
ordnung gemaf Schnittlinienverlauf II-1T in Fig. 1 mit Dar-
stellung einer Leiterbahnstruktur der Chiptrigeranordnung

und damit verbundener Durchkontaktierungen;

Fig. 3 die in Fig. 2 dargestellte Chiptrigeranordnung mit erhdhten

Kontaktmetallisierungen auf einer AuBlenkontaktseite;

Fig. 4 die in Fig. 3 dargestellte Chiptridgeranordnung nach Kontak-
tierung auf einer Priifplatine mit Darstellung der Trennlinien
zum Heraustrennen von Chiptrégerteilstiicken aus der Chip-

trigeranordnung zur Ausbildung von Chipmodulen;

Fig. § einen nach Heraustrennen der Chiptrigerteilstiicke auf der

Priifplatine verbleibenden Chiptragerrest;
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Fig. 6 die Entfernung des in Fig. 5 dargestellten Chiptrigerrests
von der Priifplatine als vorbereitende Maflnahme zur erneuten
Kontaktierung einer weiteren Chiptrageranordnung auf der

Priifplatine gemdB Fig. 4.

Fig. 1 zeigt eine Chiptridgeranordnung 10 mit einem aus einem vorzugs-
weise flexiblen Folienmaterial gebildeten Chiptrager 11, der auf seiner
Oberfldche mit einer Mehrzahl von Leiterbahnstrukturen 12 versehen ist.
Die Leiterbahnstrukturen 12 sind jeweils aus einer Anzahl von Leiterbah-
nen 13 zusammengesetzt, die an zumindest einem Ende in eine Durch-

kontaktierung 14 (Fig. 2) miinden.

Wie ferner aus den Fig. 1 und 2 zu ersehen ist, sind die Durchkontaktie-
rungen 14 der jeweiligen Leiterbahnstrukturen 12 gruppenweise zusam-
mengefafit und bilden dabei eine Gruppe von Priifkontakten 15 sowie eine
Gruppe von Bauteilkontakten 16, deren Funktion nachfolgend noch niher
erldutert wird. Die Bauteilkontakte 16 der Leiterbahnstrukturen 12 sind
liber die Leiterbahnen 13 mit Chipanschluiflichen 17 einer auf einem
Chip 18 peripher angeordneten Chipanschlulflichenanordnung 19 kon-
taktiert. Zur deutlichen Darstellung der durch die Kontaktierung der
Chipanschlufiflichen 17 mit den Bauteilkontakten 16 des Chiptragers 11
durchgefithrten Umverteilung der Kontaktanordnung von der peripheren
Chipanschlulflichenanordnung 19 zu einem durch die Bauteilkontakte 16
gebildeten Bauteilkontaktraster 20 des Chiptrdgers 11 mit hier gleichmé-
Biger Flichenverteilung sind die auf dem Chiptriager 11 kontaktierten

Chips 18 transparent dargestellt.

Die in Fig. 1 dargestelite Chiptrigeranordnung 10 zeigt deutlich die
Anordnung einer Mehrzahl von Chips 18 auf einer entsprechenden Anzahl
von Leiterbahnstrukturen 12, die jeweils so angeordnet sind, daf} die
Bauteilkontakte 16 bzw. die Bauteilkontaktrasteranordnungen 20 spiegel-
symmetrisch zu einer Lingssymmetrieachse 21 des Chiptrigers 11 ange-

ordnet sind und die Leiterbahnen 13 sich davon ausgehend zu AufBlenrin-
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dern 21, 22 des Chiptragers 11 erstrecken mit einer zu den Auflenrdndern

21 bzw. 22 parallelen Anordnung der Priifkontakte 15.

Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht des in Fig. 1 dargestellten Chiptri-
gers 11, aus der besonders gut die Anordnung der die Priifkontakte 15
sowie die Bauteilkontakte 16 bildenden Durchkontaktierungen 14, die
sich ausgehend von den auf einer Chipkontaktseite 24 angeordneten
Leiterbahnen 13 zu einer Aullenkontaktseite 25 des Chiptridgers 11 hin
erstrecken, zu ersehen ist. Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausfithrungs-
beispiel der Chiptriageranordnung 10 sind die Chips 18 iiber erhShte
Kontaktmetallisierungen 26 mit den zugeordneten Durchkontaktierungen
14 unmittelbar oder mittelbar iiber die Leiterbahnen 13 verbunden. Zur
Herstellung der in Fig. 2 dargestellten Chiptrdgeranordnung 10 kénnen
entweder die Chips 18 in einem vorhergehenden Arbeitsgang auf ihren
Chipanschlufiflaichen 17 mit den erhohten Kontaktmetallisierungen 26
versehen werden, um anschliefend in Flip-Chip-Technik auf den Chiptra-
ger 11 kontaktiert zu werden. Ebenso ist es moglich, die Leiterbahnen 13
bzw. die Durchkontaktierungen 14 an den entsprechenden Stellen mit
erhohten Kontaktmetallisierungen 26 zu versehen, so dafl die Verbindung
zwischen den Chipanschlufiflichen 17 und den Kontaktmetallisierungen

26 erst bei Kontaktierung der Chips 18 mit dem Chiptrdger 11 erfolgt.

Fig. 3 zeigt, daBl in einem nachfolgenden Arbeitsgang sowohl die Priif-
kontakte 15 als auch die Bauteilkontakte 16 auf der AuBBenkontaktseite 25
des Chiptrdgers 11 mit erh6hten Kontaktmetallisierungen 27 versehen
werden, die in gleicher Weise wie die Kontaktmetallisierungen 26 auf der
Chipkontaktseite 24 des Chiptragers 11 ausgebildet sein und appliziert
werden kdnnen. Zur Applikation der Kontaktmetallisierungen 27 auf der
AufBlenkontaktseite 25 sowie der Kontaktmetallisierungen 26 auf der
Chipkontaktseite 24 bzw. den Chipanschlufiflichen 17 des Chips 18 ist
die Anwendung eines sogenannten Single-Bond-Verfahrens, etwa mittels
»So0lder-Ball-Bumping“ méglich, bei dem Lotmaterialformstiicke, bei-

spielsweise Lotkugeln, auf die Bauteilkontakte 16 und Priifkontakte 15
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der AuBBenkontaktseite 25 und die Leiterbahnen 13 bzw. die Durchkon-
taktierungen 14 auf der Chipkontaktseite 24 bzw. den Chipanschluf3fla-
chen 17 des Chips 18 aufgebracht werden und anschlieBend zur Ausbil-

dung der Kontaktmetallisierungen 27 umgeschmolzen werden.

Fig. 4 zeigt die nachfolgende Kontaktierung der Chiptrdgeranordnung 10
bzw. des Chiptragers 11 mit einer Priifplatinenanordnung 28 mit zwei
Priifplatinen 29 und 30. Hierbei dient die linke Priifplatine 29 zur Kon-
taktierung mit einer in Fig. 1 links einer Lingssymmetrieachse 21 ange-
ordneten Chipreihe 31, wobei zur Kontaktierung der den einzelnen Chips
18 zugeordneten Priifkontakte 15 jeweils eine Anordnung entsprechend
angeordneter Priifanschliisse 32 iiber die auf den Priifkontakten 15 ange-
ordneten Kontaktmetallisierungen 27 mit den Priifkontakten 15 elektrisch
verbunden wird. Auf dieselbe Art und Weise wird infolge der Kontaktie-
rung der Chiptrdgeranordnung 10 auf der Priifplatinenanordnung 28 eine
elektrische Verbindung zwischen den Priifkontakten 15 einer in Fig. 1
rechts der Lingssymmetrieachse 21 angeordneten Chipreihe 43 und der

zugeordneten Priifplatine 30 hergestellt.

In der in Fig. 4 dargestellten Konfiguration, in der sich die Chiptrégeran-
ordnung 10 in elektrisch leitendem Kontakt mit der Priifplatinenanord-
nung 28 befindet, kann eine Uberpriifung der elektrischen Funktionen der
Chips 18 bzw. der Chipanordnung 10 erfolgen. Hierzu erstrecken sich von
den Priifanschliissen 32 der Priifplatinen 29, 30 Priifleiterbahnen 33 zu
einem Anschlufirand 34 der Priifplatine 29 bzw. 30, tiber den, wie in Fig.
4 schematisch dargestellt, jeweils ein Anschluf}, beispielsweise iiber eine
elektrische Steckverbindung 34, mit einer nicht ndher dargestellten

Priifeinrichtung herstellbar ist.

Nach erfolgter elektrischer Uberpriifung der Chips 18 bzw. der Chiptri-
geranordnung 10 erfolgt lings eines in Fig. 4 durch Trennlinien 36
angedeuteten, jeweils einen Chip 18 umschlieBenden Trennkantenverlaufs

37 (Fig. 5) ein Heraustrennen der einzelnen Chips 18 zusammen mit den
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den Chips 18 durch die Kontaktmetallisierungen 26 zugeordneten Chip-
tragerteilstiicken 38, 39 und ein Heraustrennen der Chiptrigerteilstiicke
38, 39 aus dem Chiptrédger 11. Dabei bilden die herausgetrennten Chip-
trigerteilstiicke 38, 39 zusammen mit den zugeordneten Chips 18 Chip-
module 40, 41. Diese Chipmodule 40, 41 sind von einem Chiptrigerrest
42, der infolge der Kontaktierung mit der Priifplatinenanordnung 28 auf
dieser verbleibt, unabhingig handhabbar. Die Chipmodule 40, 41 kénnen
dann bei Ausbildung einer das Chipmodul umgebenden, hier nicht niher

dargestellten Gehdusung zur Herstellung sogenannter Chipsize-Packages

dienen.

Wie in Fig. 6 dargestellt, kann nachfolgend der auf der Priifplatinenan-
ordnung 28 verbliebene Chiptragerrest 42 von der Priifplatinenanordnung
28 entfernt werden, um die in Fig. 4 dargestellte Kontaktierung der
Priifplatinenanordnung 28 mit einer neuen Chiptrigeranordnung 10 zur
Wiederholung des vorstehend beschriebenen Verfahrens durchzufiihren.
Durch die wiederholte Verwendung der Priifplatine ergeben sich enorme

Kostenvorteile.

Fiir den Fall, daB3, wie vorstehend beschrieben, die Kontaktmetallisierun-
gen 27 auf der AuBBenkontaktseite 25 des Chiptrdgers 11 einheitlich
ausgebildet sind, also sowohl die Kontaktmetallisierungen 27 der Bau-
teilkontakte 16, die zur Kontaktierung des Chipmoduls 40, 41 bzw. des
Chip-Package mit weiteren Bauteilen, wie beispielsweise einer Platine,
dienen, als auch die Kontaktmetallisierungen 27 der Priifkontakte 15
libereinstimmend aus einem aufschmelzbaren Lotmaterial gebildet sind,
mul} vor der in Fig. 6 dargestellten Entfernung des Chiptrigerrests 42 von
der Priifplatinenanordnung 28 ein erneutes Aufschmelzen der Kontakt-
metallisierungen 27 zum Lésen der Verbindung zwischen dem Chiptriger-

rest 42 und der Priifplatinenanordnung 28 durchgefiihrt werden.

Alternativ dazu besteht jedoch auch die Méglichkeit, die Kontaktmetalli-

sierungen 27 der Bauteilkontakte 16 und die Kontaktmetallisierungen 27
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der Priifkontakte 15 unterschiedlich auszubilden, so dafl beispielsweise
die Kontaktmetallisierungen der Priifkontakte 15 aus einem leitfihigen,
also etwa mit metallischen Zusitzen versehenen Haftkleber, gebildet sein
kénnen, um hierdurch elektrisch leitfdhige Verbindungen zwischen dem
Chiptrager 11 und der Priifplatinenanordnung 28 herzustellen, die durch
Aufbringung einer ausreichenden Trennkraft rein mechanisch oder che-
misch, etwa mittels Lé6sungsmitteln, 18sbar sind. Dariiber hinaus hat eine
derartige Ausbildung der Kontaktmetallisierung fiir die Priifkontakte 15
auch den Vorteil, dal auch bereits zur Herstellung der Verbindung
zwischen dem Chiptrdger 11 und der Priifplatinenanordnung 28 kein
Aufschmelzen erforderlich ist, sondern eine zur Sicherung der elektri-
schen Leitfahigkeit ausreichende mechanische Verbindung durch leichten
Anprefldruck zwischen dem Chiptrager 11 und der Priifplatinenanordnung

28 erzielbar ist.

Eine weitere Moglichkeit abweichend von der Ausbildung der Kontakt-
metallisierungen der Bauteilkontakte einen sicheren Kontakt zwischen
dem Chiptrdger und der Priifplatinenanordnung herzustellen, besteht
darin, zwischen den Priifkontakten des Chiptridgers und den Priifanschliis-
sen der Priifplatinenanordnung eine Steckverbindung, eine Klemmverbin-

dung oder eine Rastverbindung vorzusehen.
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Patentanspriiche

Chiptrdgeranordnung zur Herstellung eines Chipmoduls fiir eine
gehduste Chipanordnung mit einem Chiptréiger, der auf einer Chip-
kontaktseite eine Leiterbahnstruktur mit zu einer AuBBenkontakt-
seite des Chiptriagers reichenden Durchkontaktierungen aufweist,
die AnschluBiflichen von zumindest einem Chip zugeordnet sind
und zur Ausbildung von Bauteilkontakten auf der AuBenkontakt-
seite des Chiptrigers dienen,

dadurch gekennzeichnet,

daBl der Chiptrager (11) weitere mit der Leiterbahnstruktur (12)
verbundene Durchkontaktierungen (14) aufweist, die zur Ausbil-
dung von Priifkontakten (15) fiir die Kontaktierung mit Priifan-
schliissen (32) einer Priifplatine (29, 30) auf der AuBenkontaktseite
(25) des Chiptragers (11) dienen.

Chiptrageranordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

daf} zur elektrischen Kontaktierung des Chips (18) mit dem Chip-
trager (11) die Anschlufiflichen (17) des Chips (18) iiber erh6hte
Kontaktmetallisierungen (26) mit der Leiterbahnstruktur (12) bzw.
den Durchkontaktierungen (14) des Chiptrigers (11) verbunden

sind.

Chiptrédgeranordnung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,

daf} zur elektrischen Kontaktierung des Chiptriagers (11) mit der
Priifplatine (29, 30) die die Priifkontakte (15) bildenden Durch-
kontaktierungen (14) auf der AuBlenkontaktseite (25) des Chiptri-

gers (11) mit erhohten Kontaktmetallisierungen (27) versehen sind.
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Chiptridgeranordnung nach einem oder mehreren der vorangehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Kontaktmetallisierungen (27) der Bauteilkontakte (16) und
die Kontaktmetallisierungen (27) der Priifkontakte (15) gleich aus-
gebildet sind.

Chiptrdgeranordnung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dal} die Kontaktmetallisierungen (27) aus Lotmaterialformstiicken

gebildet sind.

Verfahren zur Herstellung einer Chiptrigeranordnung fiir ein

Chipmodul mit den Verfahrensschritten:

— Kontaktierung eines Chips (18) auf einer Chipkontaktseite (24)
eines mit einer Leiterbahnstruktur (12) versehenen Chiptrigers
(11), derart, daB} ein elektrischer Kontakt zwischen Anschlul3fl4-
chen (17) des Chips (18) und mit der Leiterbahnstruktur (12)
verbundenen Durchkontaktierungen (14) des Chiptragers (11)
hergestellt wird,

—~ Kontaktierung des Chiptragers (11) auf einer mit Priifanschliis-
sen (32) versehenen Priifplatine (29, 30), derart, dal auf einer
Aullenkontaktseite (25) des Chiptrigers (11) ein elektrischer
Kontakt zwischen Durchkontaktierungen (14) des Chiptragers
(11) und den Priifanschliissen (32) der Priifplatine (29, 30) her-

gestellt wird, und
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— Heraustrennen eines mit dem Chip (18) liber die Kontaktmetalli-
sierungen (26) verbundenen Chiptrigerteilstiicks (38, 39) des
Chiptréagers (11) zur Ausbildung eines von einem auf der Priif-
platine (29, 30) verbleibenden Chiptriagerrest (42) unabhéngigen
Chipmoduls (41, 42).

Verfahren nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dal zuerst die Kontaktierung des Chips (18) auf dem Chiptriager
(11) und nachfolgend die Kontaktierung des Chiptrdgers (11) auf
der Priifplatine (29, 30) erfolgt.

Verfahren nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dal} zuerst die Kontaktierung des Chiptrédgers (11) auf der Priifpla-
tine (29, 30) und nachfolgend die Kontaktierung des Chips (18) auf
dem Chiptrédager (11) erfolgt.

Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,

dafl vor Kontaktierung des Chiptragers (11) sowohl durch die
Durchkontaktierungen (14) auf der AuBlenkontaktseite (25) des
Chiptragers (11) gebildete Bauteilkontakte (16) als auch durch die
Durchkontaktierungen (14) auf der AuBlenkontaktseite (25) gebil-
dete Priifkontakte (15) mit Verbindungsmaterialdepots versehen

werden.

Verfahren nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
daBl sdmtliche Durchkontaktierungen (14) in derselben Art und

Weise mit Verbindungsmaterialdepots versehen werden.
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Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

dal} zur Ausbildung der Verbindungsmaterialdepots Lotmaterial-
formstiicke auf die Durchkontaktierungen (14) appliziert werden,
die nachfolgend zur Ausbildung von erhéhten Kontaktmetallisie-

rungen (27) umgeschmolzen werden.

Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 6 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,

daB} die Bauteilkontakte (16) des Chiptriagers (11) und die Priif-
kontakte (15) des Chiptrdgers (11) in voneinander abweichender

Art und Weise mit Verbindungsmaterialdepots versehen werden.

Verfahren nach Anspruch 10 oder 12,

dadurch gekennzeichnet,

daBl zumindest die Priifkontakte (15) des Chiptridgers (11) mit ei-
nem leitfadhigen Haftkleber als Verbindungsmaterial versehen wer-

den.
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